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Sur la simulation mécanigue

Simulation EF (code Zebulon) des hétérogenéites

de contramtes dans des lignes Cu ex. 3: Sollicitation mécanique sous MEB de films Cu / Al autoportés
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Structure sandwich testée : Decollement del mterface

Silfempilement/colle/Si

Cartographie (contraintes/orientations grains) avec une résolution sub-micronique
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